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Fremgangsm&te og anordning for separatpafering 



1 

Oppfinnelsens felt 

Foreliggende oppfmnelse angar fremgangsmater samt anordninger for pifigring av 
medier i vaskeform p§ substater. Spesielt angSr oppfinnelsen forbedrede 
fremgangsmater og anordninger for a forhindre eller redusere problemet med at 
5 mediene i vaeskefonn tetter dyser for pafSaring ved kortere eller lenger driflsstans. 

Bakgrunnsteknikk 

Pafering av vaesker pk substrater hvor vaesken pafiafres ved hjelp av applikasjonshoder 
pi et substrat som beveger seg i forhold til applikasjonshodene, er velkjent. Ved 
1 0 fremstilling av laminerte produkter slik som baerende konstruksjoner, for eksempel 
limtrebjelker, I-bjelker, KVH-, Duo- og Triobjelker, blir de substrater som skal limes 
sanmien pifiart lim p§ en eller flere flater ved at de beveges under applikasjonshoder 
som p&Eefxer den vassken som skal pS&res. 

15 Applikasjonshodene er hovedsakelig horisontalt monterte applikasjonsrerr med et flertall 
dyser som er rettet mot substratet, og hvor applikasjonshodene kan beveges vertikalt og 
eventuelt ogsi horisontalt i forhold til substratet. Etter at lim og/eller herder er pifert de 
aktuelle flatene pa substratene som skal limes, flares disse sammen og presses for a gi et 
laminert produkt. 

20 

Under substratet er det vanhgvis anbrakt et kar for oppsamling av overskytende vaeske. 
Den overskytende vassken som samles opp i dette karet blir sS filtrert, enten ved et filter 
i selve karet eller en egen filterenhet, og blir sSl igjen resirkulert til applikasjonshodet for 
pa&ring pa substratet 

25 

Dersom det er brede emner som skal limes sammen kan det vaeire anbrakt et flertall 
applikasjonshoder som overlapper hverandre for til sammen i gi et bredt dekningsfelt. 

Applikasjonshodene kan enten vasre t0t hvor dysene er utboringer i reret, eller det kan 
30 vaere anbrakt dyser i form av et flertall forlengede dyser pS applikasjonshodet. 



Ved liming av baerende konstruksjoner benyttes ofle melamin-urea-formaldehyd- 
(MUF), melamin-fonnaldehyd- (MF) eller fenol-resorcinol-fbrmaldehyd- (PRF). 

9 



En ulempe med eksisterende fremgangsm&ter og anordninger for pafering av slike 
flytende vaesker, er at vaesken i dysene torker og faststoffet tetter igjen dysene/hullene i 
applikasjonsrOTet ved en kortere eller lenger arbeidsstans. Etter en arbeidsstans mi 
derfor applikasjonshodet demonteres og vaskes &n: det igjen monteres og kan tas i bmk. 
En slik vaskeprosess tar tid samt at den genererer en del vaskevann eller annen 
rensevaeske med rester av limet eller liknende, et vaskevann som vanligvis ma 
behandles som spesialavfall. 

Demonteringen og vaskingen av applikasjonshodene er tidkrevende og behandling / 
deponeringen av rensevaesken gir kostnader man gjeme skulle slippe. Det er et mil ved 
foreliggende oppfinnelse a overvinne eller redusere disse problemene. 

Oppsummering av oppfinnelsen 

IMge et fiarrste aspekt angar foreliggende oppfinnelse en firemgangsmate for k hindre at 
dyser pi et applikasjonshode for pafering av vaesker pa et substrat tettes ved 
arbeidsstans, hvor Spningene i dysene pi applikasjonshodet ved arbeidsstans omsluttes 
av et fluid som forhindrer og/eller reduserer fordampning av vaesken fra dysene. 

IfSsFlge en fSarste foretrukne firemgangsmate er fluidet en vaeske hvor dysene 

fares ned i et kar inneholdende vaesken slik at apningen pa dysene blir anbrakt under 

oyerflaten til vaesken. . . 

Det kan vaere foretrukket at vaesken ct den samme type vaeske som den som pifi^res pk 
substratet. 

Det kan ogsk vaere foretrukket at vaesken er en annen vaeske enn den som pkEetrcs 
substratet. 

Ifelge en foretrukket ut&relsesfoim fere applikasjonshodet ved arbeidsstans ned mot et 
oppsamlingskar for den vaesken som piferes, slik at dysenes Spninger kommer under 
vaeskens overflate. 



Det er foretnikket at karet og applikasjonshodet dekkes for k hindre / redusere 
avdampning fia karet. 

Ifi^lge en andre foretnikne utferelsesform er fluidet en gass som er mettet eller naer 
mettet med opplosningsmiddelet eller -midlene i vaesken som pSfores. 

I&lge et andre aspekt angar foreliggende oppfinnelse en anordning for pafbring av en 
vffiske pi et substrat, omfattende et applikasjonshode med fibres imder 
applikasjonshodet, et kar for oppsamling av overskytende va^ske som er anbrakt under 
substratet og applikasjonshodet, midler for i resirkulere vaesken i karet til 
applikasjonshodet, hvor anordningen ytterligere omfatter midler for ved arbeidsstans Sl 
omslutte apningene i dysene med et flmd. 

I&lge en foretnikket utfiarelsesforai er fluidet en vaeske og hvor midlene for ved 
arbeidsstans k omslutte apningene i dysene med et fluid er kar som dysene kan fibres 
ned slik at dysenes Spninger er under vaeskens overflate. 

Ifelge en andre foretnikne utfefrelsesfomi er fluidet en gass og hvor midlene for ved 
arbeidsstans i omslutte apningene i dysene med et fluid, er en hovedsakeUg gasstett 
omslutning som kan settes pa applikasjonshodet og dekke dysene ved arbeidsstans. 
IfisFlge en fiarste foretrukne utferelsesform er fluidet en vaeske, hvor dysene pS 
applikasjonshodet feres ned i et kar inrieholdende vaesken slik at ^pningen pk dysene 
blir anbrakt under overflaten til vaesken, 

Med dyse menes i foreliggende S0knad en ipning mellom en tilfersel for vaeske og 
omgivelsene gjeraiom hvilken en vaeske som skal pSferes substratet strommer. Dysene 
kan i enkleste tilfelle vaere utboringer eller eventuelt spalter i applikasjonshodet eller 
kan vaere rer eventuelt utbyttbare rerr som er satt inn i applikasjonshodet og som kan 
rage ut fra dette. 



Kort beskrivelse av figurene 

Foreliggende oppfinnelse vil na bli beskrevet i fonn av foretrukne utferelsesformer og 
de vedlagte figurer, hvor 

Figur 1 er en piinsippskisse som viser hovedelementene i et anlegg for 
separatpSfiaring, sett langs bevegelsesretningen til et substat som skal paferes lim 
og/eller herder; 

Figur 2 tilsvarer figur 1 hvor applikasjonshodet er i en andre stilling; 

Figur 3 tilsvarer figiu- 1 hvor applikasjonshodet er i en tredje stilling; 

Figur 4 er en prinsippskisse av et anlegg separatpafefring sett pa tvers av 

bevegelsesretningen til et substat som skal paferes lim og/eller herder; og 

Figur 5 viser en prinsippskisse av hovedelementene i et anlegg for separatpSfering 

hvor det benyttes en gass for k hindre fordampning av vsesken i dysene. 

Detaljert beskrivelse av oppfinnelsen 

Figurene 1-4 viser en foretrukket utferelse av foreliggende oppfimelse hvor dysene 
settes ned i en vasske for k unngi at vaesken som er i dysene tettes ved driflsstans. 
Figurene 1-3 viser et tverrsnitt av et anlegg 1 for separatpSforing av en vseske, slik som 
lim og/eller herder, pa et substrat 9. Substratet 9, som kan vaere en lamell for et laminert 
produkt, er et langstrakt erone som blir beveget i en bane som er hovedsakelig normal 
pi papirplanet i figuren. V^sken blir pSfert pi substratet 9 fi:a et flertall dyser 3 som er 
anbrakt pa et apphkasjonshode 2, nSr applikasjonshodet 2 er over substratet som vist i 
figur 1. 

Overskytende vaeske samles opp i et kar 4 for oppsamling av overskytende vaeske, et kar 
som Lafper under applikasjonshodet og under substratet Vaesken som er oppsamlet i 
karet 4, resirkuleres til applikasjonshodet og dysene ved at den pumpes ved hjelp av en 
pumpe 5 via en fleksibel slange 6 tilbake til applikasjonshodet 2. For & sikre at det ikke 
hoper seg opp partikler som faller av substratet eller som pa annen mite faller ned i 
karet 4, i den vassken som resirkuleres, er det satt inn et filter enten i karet som indikert 
med 12 pi figur 4, eller i en egen ikke vist filtreringsenhet. Det er foretrukket at det er 
anbrakt et filter 12 i karet 4. 1 si fall mi vaeskeniviet i karet 4 alltid v^re h0yere enn 
filteretl2. 
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Vaeske som gar ut av resirkuleringen ved at den henger fast pi substratet eller forsvinner 
pi annen mite, erstattes med vaeske fra et reservoar 7. Tilfarselen av vaeske kan 
reguleres ved hjelp av en pumpe og / eller en ventil 8, slik at vaeskeniviet i karet 4 
5 holder seg innen pi forhind bestemte grenser. 

Ved en arbeidsstans kan applikasjonshodet 2 beveges bort fra substratet som illixstrert 
pi figur 2 og dysene 3 kan dyppes ned i karet 4 slik at ipningen i dysene 3 kommer 
under vaesken i karet 4. Pa denne miten far man et lukket system hvor vaesken som er til 

10 stede i applikasjonshodet og spesielt i dysene ikke t0rker ut, selv ved langvarig 

driftsstans, slik som over en helg eller liknende. For i hindre utt0rring av vaesken i karet 
4 legges det over, pi tfiadisjonell mite, et deksel over karet og over applikasjonshodet 2. 
Hvis forholdene skuUe tilsi det kan det v©re aktuelt i la vaesken sirkulere gjennom 
dysene for eksempel ved hjelp av en pumpe. I anlegg hvor det er vanskelig eller umulig 

15 i senke applikasjonshodet sUk at dysene stikkes ned i vaesken i karet, kan et ekstra kar, 
som er tilpasset applikasjonshodet, fibres opp under applikasjonshodet slik at ipningene 
pa dysene stikker xmder vaesken. Dette karet kan eventuelt vare knyttet til en egen 
tilfiarselsslange for fylling av dette karet. 

20 ' Fortrinnsvis bUr det benyttet forlengede dyser, dvs. dyser som stikker ned fra 
applikasjonshodet og ikke kun er utboringer, ved den beskrevne foretrukne 
utfOTelsesformen. Den overflaten som dyppes i vaeske imder driftsstans bar torkes for i 
hindre at det bygger seg opp et lag av torket faststofiFpi dysens overflate. Ved bruk av 
forlengede dysa: kan kun dysenes spisser dyppes ned i vaesken slik at den overflaten 

25 som fiiktes av vaesken som dysene dyppes i. Arbeidet med i torke av vaeske og 
mengden vaeske som da mi tarkes av kan reduseres ved i brake forlengede dyser. 
Slike forlengede dyser er kjent og i bruk for pifiaringsfonnil. Det i stikke ned dysene 
xmder vaeskeniviet i karet under applikasjonshodet ved aibeidsavbrudd for i hindre 
utt0riiig er inwdlertid ikke kjent fra fOT. 

30 

N§r arbeidet skal gjenopptas etter en stans, Lerftes applikasjonshodet. Dysene t0rkes 
deretter med en klut eller liknende for i ^eme vaeske som henger fast til dem. Etter at 



applikasjonshodet er fiart i riktig posisjon for pifiaring av vaeske pk substratet, kan 
paferingen starte uten at det er ii0dvendig med vasking av applikasjonshodet og 
dysene. 

Figur 4 viser en typisk situasjon hvor en stasjon for pafering av herder 1 1 er anbrakt 
foran en stasjon for pifizning av lim 10. Stasjonene 10 og 1 1 er i hovedsak identiske og 
er i samsvar med det beskrevet i forbindelse med figiirene 1-3 ovenfor. 

Nar dysene settes ned i et aimet kar enn oppsamlingskaret for overskytende vaeske som 
er anbrakt mider applikasjonshodet under pilegging av vasske kan vaesken som dysene 
settes ned i vasre en annen vaeske enn den vaesken som pafiafres. Saiedes kan vaesken som 
dysene settes ned i eksempelvis vaere middelet som er til stede i den sanmie vaesken som 
pSfiares, det vil si uten tarrstoff. NSr den vaesken som pSferes via dysene er en 
vannbasert vaeske, kan siledes dysene settes ned i vaim. Vaesken kan ogsk vaere en 
vaeske som ikke er blandbar med vaesken som skal pafbres, Eksempelvis kan det 
benj^es en hydrofob vaeske i karet som dysene settes ned i n§r vaesken som pifiares via 
dysene er vannbasert eller hydrofob, mens det benyttes vann eller en hydrofil vaeske i 
karet nir den vaesken som pa&res via dysene er hydrofob. 

Figxir 5 viser en altemativ ut&relsesform hvor de elementer som er felles med den 
ovenfor beskrevne utfiarelsesfonneti er angitt med de samme henvisningtaU om i de 
tidligere figurer. Ved driflsstans settes en hylse 13 pS applil^jonshodet inn mot en 
tetning, 14. Hylsen er tett i sin ene ende. I den andre enden dannes en hovedsakelig 
gasstett sammen&yning med tetningen 14. NSr hylsen er satt pS applikasjonshode under 
driflsstans blir det derved dannet et hovedsakelig gasstett rom inni hylsen. For k hindre 
fordampning kan luflen inni hylsen erstattes med en anhen gass eller luften kan mettes 
med damp av det opplosningsmiddelet som er til stede i dysene. Dette kan gjOTes ved at 
den aktuelle vaesken sproytes inn i hylsen. Ved innspr03^g av vaeske er det foretrukket 
at vaesken spr0ytes inn i forst0vet form for k sikre en hurtig oppbygging av et 
damptrykk som er tilstrekkeUg til k hindre fordampning. 



Andre utfisarelsesformer av foreliggende oppfiimelse er ogsS mulige, Fagmaiinen vil 
ogsa se at det er alternative muligheter for i tilpasse applikasjonshodene eller eventuelt 
sette pi dem utstyr som gjer det mulig pi annen mite Sl danne et hovedsakelig gasstett 
rom omkring dysene og hvor dette rommet kan fylles med en gass som har et 
partialtrykk av de vaesker som finnes i vassken i dysene slik at fordampning fra dysene 
forhindres. Eksempelvis kan applikasjonshodet ved driftsstans senkes ned mot,* men 
ikke ned i vassken i oppsamlingskaret, slik at dysenes Spninger er rett over 
vasskeoverflaten. Ved tildekking av oppsamlingskaret og applikasjonshodet blir det da 
dannet et rom omkring applikasjonshodet hvor damptiykket til opplesningsmiddelet i 
vassken i dysene er tilstrekkelig h0yt til at fordampningen fra dysene reduseres sterkt 
eller forhindres. 

Selv om foreliggende oppfiimelse er beskrevet med henvisning til p&fefring pi et 
substrat, sUk som MF-, MUF- og PRF-lim og herdere for disse, kan fremgangsmitene 
og anordningene som er beskrevet her ogsi kan ha anvendelse for pifizring av andre 
vaesker enn lim og herder pi et substrat. 
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Patentkrav 
1. 

Fremgangsmate for k hindre at dyser pa et applikasjonshode for pa&ring av vaesker pi 
et substrat tettes ved arbeidsstans, hvor apuingene i dysene.ved arbeidsstans omsluttes 
5 av et fluid som forhindrer og/eller reduserer fordampning av vaesken fra dysene. 

2. 

Fremgangsmate ifelge krav 1, hvor fluidet er en vaeske og hvor dysene 
fiafres ned i et kar inneholdende vaesken slik at apningen pk dysene blir anbrakt under 
10 overflaten til vaesken. 

3. 

Fremgangsmate ifelge krav 2, hvor vaesken er den samme type vaeske som den som 
pSfiares pa substratet. 

15 

4. 

Fremgangsmate ifelge krav 2, hvor vaesken er en annen vaeske enn den som pafianres 
substratet. 

20 5. 

Fremgangsmate i&lge krav 3, hvor applikasjonshodet ved arbeidsstans fiafres ned mot et 
oppsamlingskar for den vaesken som pafianres, sUk at dysenes apninger kommer under 
vaeskens overflate. 

25 6. 

Fremgangsmate i&lge ett eller flere av de foregaende krav, hvor karet og 
applikasjonshodet dekkes for a hindre / redusere avdampning ftu karet. 

7. 

30 Fremgangsmate ifiaflge krav 1, hvor fluidet er en gass som er mettet eller naer mettet med 
oppLasningsmiddelet eller -midlene i vaesken som pa&fves. 



8. 

Anordning for pSfering av en vaeske pa et substrat (9), omfattende et applikasjonshode 
(2) med dyser (3) under applikasjonshodet (2), et kar (4) for oppsamling av 
overskytende vaeske som er anbrakt under substratet og applikasjonshodet, midler (5, 6) 
for i resirkulere vaesken i karet (4) til applikasjonshodet (2), hvor anordningen 
ytterhgere omfatter midler for ved arbeidsstans Sl omslutte apningene i dysene (3) med 
et fluid 

9. 

Anordning ifelge krav 8, hvor fluidet er en vaeske og hvor midlene for ved arbeidsstans 
& omslutte apningene i dysene (3) med et fluid er kar som dysene kan fares ned slik at 
dysenes §pninger er under vaeskens overflate. 

10. 

Anordning ifiaFlge krav 8, hvor fluidet er en gass og hvor midlene for ved arbeidsstans i 
omslutte Spningene i dysene (3) med et fluid, er en hovedsakelig gasstett omslutning 
som kan settes pi ^plikasjonshodet og dekke dysene ved arbeidsstans. 



•I I 



Sammendrag 

Det blir beskrevet en fremgangsmate for k hindre at dyser pa et applikasjonshode for 
pafizaing av vassker pa et substrat tettes ved arbeidsstans, hvor apningene i dysene ved 
arbeidsstans omsluttes av et fluid som forhindrer og/eller reduserer fordampning av 
vaesken fra dysene. Det blir ogsa beskrevet anlegg for utfi^relse av fremgangsmaten. 



Figur 3 
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Method and device for separate application 



1 

Field of invention 

The present invention relates to a method and devices for application of liquid media at 
substrates. More specifically, the invention relates to methods and devises for 
preventing or reducing the problem that the liquid media stops nozzles for application 
5 during shorter or longer stops in production. 

Background 

Application of liquids onto substrates where the liquid is applicated by means of 
application heads onto a substrate that is moved relative to the application heads, is well 
10 known. In production of laminated products suck as load bearing constructions, such as 
laminated wood, laminated timber, glued-laminated wood, glulam, I-beam, KVH-beam, 
Duo- and Trio-beams, glue is applied to the substrates on one or more surfaces of the 
substrates to be glued by moving the substrate under application heads applying the 
liquid to be applied. 

15 

The applicaton heads are substantially horizontally mounted application tubes each 
having a plurality of nozzles directed towards the substrate, where the application heads 
may be moved vertically and optionally horizontally relative to the substrate. After 
application of glue and/or hardener at the surfaces in question, the surfaces are brought 
20 together and pressed to give a laminated product. 

Usually, a tray is placed below the substrate to collect excesis liquid. The excess liquid 
that are collected in this tray is then filtered, either by means of a filter in the tray or in a 
separate filtration imit, and is circulated back to the application head to be applied to the 
25 substrate. 

If wide members are to be glued, a plurality of application heads overlapping each 
other, may be provided to give a wide field of application. 

30 The application may be tubes where the nozzles are bores in the tube, or a plurality of 
extended nozzles may be provided on the application head. 
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In production of load bearing constructons melamine-urea-formaldehyde- (MUF), 
melamine -formaldehyde- (MF) or phenol-resorcinol-formaldehyde- (PRF) are often 
used. 

5 A problem using existing methods and devices for application of this type of liquids, is 
that the liquid in the nozzles dries out and the solids are stopping the nozzles/ holes in 
the application tubes during shorter or longer stops in application. After a stop in 
application the application head therefore has to be dissembled and washed before it 
may be assembled and the work resimied. A washing process like this takes time and 
10 generates washing water or another washing liquid including remains of the glue or 
alike, a washing water that normally has to be treated as problem waste. 

Dissembling and washing of the application heads are time consuming and the 
treatment / disposal of the washing liquids adds undesireable costs. It is a goal for the 
15 present invention to overcome or reduce said problems. 

Summary of the invention 

According to a first aspect the present invention relates to a method for prevention of 
clogging of nozzles at an application head for application of a liquid during a stop in 
20 application, wherein the openings of the nozzles during a stop in application are 

enclosed by a fluid that is preventing and/or reducing evaporation of the liquid in the 
nozzles. 

According to a first, preferred embodiment, the fluid is a liquid and the nozzles are 
25 lowered into a tray containing the liquid, so that the nozzles are below the surface of the 
liquid. 

It may be preferred that the liquid is of the same type as the liquid that is applied to the 
substrate. 

30 

It may also be preferred that the liquid is different form the liquid applied to the 
substrate. 



According to a preferred embodiment, the application head is lowered into a tray for 
collection of excess liquid, so that the nozzles are placed below the surface of the liquid. 

It is preferred that the tray and application head are covered to prevent / reduce 
evaporation from the tray. 

According to another preferred embodiment, the fluid is a gas that is saturated or 
substantially saturated with the solvent or solvents in the liquid to be applied. 

According to a second aspect, the present invention relates to a device for application of 
a liquid at a substrate, comprising an application head with nozzles under the 
application head, a tray for collecting excess liquid situated below the substrate and the 
application head, means for recirculation of the liquid in the tray to the application head, 
wherein the device additionally comprises means to enclose the openings of the nozzles 
with a fluid during a stop in the application. 

According to a preferred embodiment, the fluid is a liquid and the means to enclose the 
openings of the nozzles with a fluid is a liquid in a tray wherein the nozzles may be 
lowered into so that the openings of the nozzles are under the surface of the liquid 
during a stop in application. 

According to a second preferred embodiment, the fluid is a gas and the means to 
enclose the openings of the nozzles during a stop in application, is a substantially 
airtight enclosure that may be put around the application head and cover the nozzles 
during a stop in application . 

The word nozzle is in the present application an opening between a supply for a liquid 
and the surroundings through which a liquid to be applied to the substrate flows. The 
nozzles may in the simplest form be bores or possibly slits in the application head, or 



may me tubes or interchangeable tubes that are mounted on the application head and 
that may protrade therefrom. 

Short description of the figures 

The present invention will now be described by means of preferred embodiments and 
the enclosed figures, in which: 

Figure 1 is a principle drawing illustrating the main elements in a plant for separate 
application seen along the direction of movement for the substrate on which glue and/or 
hardener are to be applied; 

Figure 2 corresponds to figure 1, where the application head is in a second position; 
Figure 3 corresponds to figure 1, where the application head is in a third position; 
Figure 4 is a principle drawing of a plant for separate application seen across the 
direction of movement for the substrate on which glue and/or hardener are to be 
applied; and 

Figure 5 is a principle drawing illustrating the main elements in a plant for separate 
application where gas is used to prevent evaporation of the liquid in the nozzles. 

Detailed description of the invention 

The figures 1-4 illustrates a preferred embodiment of the present invention wherein 
the nozzles are put into a liquid to avoid that the liquid in the nozzles stops the nozzles 
during a stop in the application. 

The figures 1-3 are cross sections of a plant 1 for separate application of a liquid, like 
glue and/or a hardener, onto a substrate 9. The substrate 9, that may be a lamella for a 
laminated product, is an elongated member that is moved in a path mainly perpendicular 
to the paper plane at the figure. The liquid is applied at a substrate 9 from a plurality of 
nozzles 3 provided on an application head 2, when the application head is above the 
substrate as illustrated in figure 1. 

Surplus liquid is collected in a tray 4 for collection of surplus liquid, a tray that is placed 
below the application head and under the substrate. The liquid collected in the tray 4, is 
recirculated to the application head and nozzles by means of a pump 5 via a flexible 



hose 6 back to the application head. To ensure that particles that are falling off the 
substrate or from other sources, are not accumulated in the liquid that is recirculated, a 
filter is provided in the tray as indicated with 12 at figure 4, or in a not shown filter unit. 
It is preferred that a filter 12 is provided in the tray 4. In this case the level of the liquid 
has to be above the filter 12. 

Liquid leaving the recirculation due to adherence to the substrate or that are lost in any 
other way, is substituted by liquid from a reservoir 7. The supply of liquid may be 
adjusted by means of a pump and/or a valve 8 so that the level of liquid in the tray 4 is 
kept within predetermined limits. 

During a stop in application the application head may be moved away from the 
substrate as illustrated Ln figure 2, and the nozzles 3 may be immersed into the tray 4 so 
that the openings in the nozzles 3 are below the liquid in the tray 4. This results in a 
closed system where the liquid that are present in the application head and especially in 
the nozzles, does not dry up, even during a long stop in the application, e.g. during a 
weekend or the like. To avoid drying up of the liquid in the tray 4, a cover is placed 
over the tray in a traditional way, and thus over the application head 2. If the 
circumstances so requires, the liquid may be circulated through the nozzles by means of 
a pimip. In plants where it is difficult or impossible to lower the application head so that 
the nozzles are below the liquid in the tray, an extra tray that is adapted for the 
application head, put up under the application head so that the openings of the nozzles is 
below surface of the liquid, This tray may optionally have a separate feed tube for 
filling the tray. 

Preferably elongated nozzles, i.e. nozzles protruding downwards from the application 
heads and are not simply bores, used in the described preferred embodiment. The 
surface that is dipped into the liquid during a stop in application, is preferably wiped off 
to avoid building up of dried solids at the surface of the nozzles. By using elongated 
nozzles it is only necessary to dip the tip of the nozzles into the liquid so that the 
surfaces that are wetted by the liquid, are minimal. The work related to wiping off the 
liquid and the amount of liquid that has to be wiped off may be reduced by using 



elongated nozzles. This type of elongated nozzles is well known and are being used for 
application purposes. Dipping the nozzles under the surface of the liquid in the tray 
below the application head during stops in application to avoid drying out, is not 
known. 

When the work is to be resumed after a stop, the application head is lifted. The nozzles 
are thereafter wiped of by means of a cloth of the like to remove liquid adhering to 
them. After positioning the application head correctly for application of liquid at the 
substrate, the application may start without any washing of the application head or the 
nozzles. 

Figure 4 illustrates a typical situation where a unit for application of hardener 11 is 
situated in front of a unit for application of glue 10. The units 10 and 11 are mainly 
identical and according to the description related to figures 1-3 above. 

When the nozzles are put into a tray different from the tray for collecting excess liquid 
that are placed below the application head during application of liquid, the liquid in the 
tray to put the nozzles into may be different from the liquid that is applied. The liquid 
that the nozzles are put into may for example be the solvent that are present in the liquid 
that is applied, without any solids. When the applied liquid is a water based liquid, the 
nozzles may be put into water. The liquid may also be a liquid that is inmiiscible with 
the liquid to be applied. As an example a hydrophobic liquid may be used in the tray 
when the liquid to be applied is water based or hydrophilic, whereas water or another 
hydrophobic liquid is used when the liquid to be applied is hydrophobic. 

Figure 5 illustrates an alternative embodiment where the elements that are the same as 
in the above described embodiment are given the same reference numbers as in the prior 
figures. During a shut down a sleeve 13 is put around the application head towards a 
seal 14. The sleeve is closed in one end, A substantially airtight connection against the 
seal 14 is formed at the opposite end of the sleeve. The prevent evaporation the air in 
the sleeve may be substituted with another gas or the air may be saturated with vapor of 
the solvent present in the nozzles. This can be obtained by spraying the liquid into the 
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sleeve. It is preferred that any liquid that is inserted into the sleeve is atomized to ensure 
a rapid build up of a vapor pressure that is adequate to prevent evaporation. 

Other embodiments of the present invention are also possible. The skilled man in the art 
5 will see that there are other possibilities for adaptation of the application heads or 
possibly add equipment to the application heads that makes it possible to obtain a 
substantially airtight space around the nozzles, where the space may be filled with a gas 
having a partial pressure of the liquid present in the nozzles to prevent evaporation from 
the nozzles. As an example, the nozzles may be lowered down against but not into the 
10 liquid in the tray so that the openings of the nozzles are situated close to the surface of 
the liquid. By covering the tray and application head a space is created around the 
application head where the vapor pressure is sufficiently high to reduce or prevent 
evaporation from the nozzles. 

15 Even if the present invention is described with reference to application to a surface of 
MF, MUF and PRF glue and hardener for these, the methods and the devices may be 
used for application of liquids different from glue and hardener at a surface. 
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Patent claims 
1- 

A method for prevention of clogging of nozzles at an application head for application of 
a liquid during a stop in application, wherein the openings of the nozzles during a stop 
in application are enclosed by a fluid that is preventing and/or reducing evaporation of 
the liquid in the nozzles. 

2. 

Method according to claim 1, wherein the fluid is a liquid and the nozzles are lowered 
into a tray containing the liquid, so that the nozzles are below the surface of the liquid. 

3. 

Method according to claim 2, wherein the liquid is of the same type as the liquid that is 
applied to the substrate. 

4. 

Method of claim 2, wherein the liquid is different form the liquid applied to the 
substrate. 

5. 

Method according to claim 3, wherein the application head is lowered into a tray for 
collection of excess liquid, so that the nozzles are placed below the surface of the liquid. 

6. 

Method according to one or more of the preceding claims, wherein the tray and 
application head are covered to prevent / reduce evaporation from the tray. 

7. 

Method according to claim 1, wherein the fluid is a gas that is saturated or substantially 
saturated with the solvent or solvents in the liquid to be applied. 
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8. 

Device for application of a liquid at a substrate (9), comprising an application head (2) 
with nozzles (3) under the application head (2), a tray (4) for collecting excess liquid 
situated below the substrate and the application head, means (5, 6) for recirculation of 
the liquid in the tray (4) to the application head (2), wherein the device additionally 
comprises means to enclose the openings of the nozzles (3) with a fluid during a stop in 
the application. 

9. 

Device according to claim 8, wherein the fluid is a liquid and the means to enclose the 
openings of the nozzles (3) with a fluid is a liquid in a tray wherein the nozzles may be 
lowered into so that the openings of the nozzles are under the surface of the liquid 
during a stop in application. 

10. 

Device according to claim 8, wherein the fluid is a gas and the means to enclose the 
openings of the nozzles during a stop in application, is a substantially airtight enclosure 
that may be put around the application head and cover the nozzles during a stop in 
application . 



Abstract 



A method for prevention of clogging of nozzles at an application head for application of 
a liquid during a stop in application, wherein the openings of the nozzles during a stop 
in application are enclosed by a fluid that is preventing and/or reducing evaporation of 
the liquid in the nozzles, is described. A device for carrying out the method is also 
described. 



Figure 3 



